H i bir imalat ydntemi ona benzemez. Gozle
goriilemeyen bir toz bile bir chip’i bozabi-
lir, bu yiizden her sey ¢ok “temiz odalarda”
yvapilmalidir, buraya giren hava &zel filitreler
aracihgi ile devamli olarak arinir ve orada galisan
isgiler bir ameliyat masasindaki doktorlar ve
hemsireler gibi sarinirlar.

250 kadar chip bir jilet trag bigag kalinhgin-
da, 7.5 santimetre ¢apinda ince bir slikon “kagit
helvasindan” yapilir, acaba neden slikondan?
Clinktl 0, kendisine eklenen yabanci maddelerin
etkisi altinda ya iletken olur, ya da olmaz. Bir
chip'in kiigiik bir alani yabanci maddelerle “asi-
lanarak” bir elektron kitligina ugratilir; yani orasi
elektrik bakimindan pozitif, P-bélgesi haline
sokulur, bunun yakinindaki alanda ise elektron
fazlasi meydana gelir ve o da negatif bélge,
N-bélgesi olur.

Diyelim ki iki N-bélgesi bir P-blgesi ile birbi-
rinden aynilsin; bunlar bir transistér gibi hareket
ederler, transistor ise bir tiir elektrik anahtaridir:
P-bélgesindeki kiiglik bir voltaj N-bélgeleri ara-
sinda akmakta olan bir akimdaki azalip gogalma-
lan kontrol eder. Bu sekilde bir tek chip iginde
binlerce transistdr yapilabilir,

Chip‘in karmasik devresi, her katman teker
teker konulmak suretiyle yavas, giic ve vyanlis
kabul etmeyen bir ydntemle bir araya gelir.

Ik nce “kagit helvasinin” igindeki “parmak-
liklar” finnlara konur, bu finnlar son derece
oksijen igeren bir gaz veya istimle doldurulmus-
tur. Béylece kagit levhalar “paslanirlar”, ince bir
silikon dioksit katmani ile kaplanirlar, ki bu kisa
devreye engel olur. Ondan sonra kagit helvalari
bir direng maddesiyle kaplanir, bu fotografgilikta
kullantlan hassas bir stitsii (emulsion) dir ki yalniz
(UV) ultraviyole isinlarina karsi duyarlidir. Bun-
dan sonra fotografik yoldan biyiik bir resimden
kiictiltiilerek birbirine benzeyen yiizlerce sekil-
lerle chip devresinin bir katmanina basilan kiigiik
bir maske kagit helvasinin (izerine konur. UV
isinlarina maruz birakilir, direncin  koruyucu
alanlar yumusak kalir ve derhal bir asit banyo-
sunda eriyip gider. Korunmayan bélgeler sertlesir
ve devrenin dig hatlarini olusturur.

Tekrar finna konulan kagit helvasi bir gaz
atmosferinde pisirilir. Bir yaya kaldinmindaki yag
lekeleri gibi, bu yabanci maddeler alttaki silikon
tarafindan emilirler, Chip‘ler on katmanh olduk-
larina gore, bitiin bu kademeler —paslanma,

foto maskelenme, asitle mamele, pisirme v.s.—

*0 kadar tekrar edilmek zorundadir. Sonra biitiin

kagit helvasi bir aliiminyum iletkenle &rtiiliir,
bunda maskelenmek, asit iginde banyo edilmek
v.s. de tekrarlanmak zorundadir. Sonunda bilgi-
sayarla yapilan bir prova kagit helvay: tarar ve
bozuk chipleri marka ederek disari gikanir. Sonra
kdgit helvasi bir elmas kesici ile ayrilir. lyi
chip’ler digtan tellenir, plastik veya metalle kapa-
tilir ve miisteriye yollanir.
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